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(57) Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Gravieren,  worauf nach Aktivierung des Bearbeitungsprozesses oder

Markieren und/oder Beschriften eines Werkstlickes (7)
mit einem Laserplotter (2) sowie einen Laserplotter (2),
bei dem in einem Gehause (3) des Laserplotters (2)
zumindest eine Strahlquellen (4) in Form eines Laser
(5,6) zu bearbeitendes Werkstiick (7) eingesetzt wird.
Das Werkstlck (7) wird auf einem Bearbeitungstisch (9)
abgelegt und ein von der Strahlquelle (4) abgegebener
Laserstrahl (10) wird Uber Umlenkelemente (11) an
zumindest eine Fokussiereinheit (12) gesendet, von der
der Laserstrahl (10) in Richtung Werkstiick (7) abgelenkt
und zur Bearbeitung fokussiert wird. Die Steuerung,
insbesondere die Positionssteuerung des Laserstrahl
(10) zum Werkstlckes (7), erfolgt Uber eine in einer
Steuereinheit (13) laufende Software, sodass das
Werkstlck (7) Zeile flr Zeile durch Verstellung eines
Schlittens bearbeitet wird. Bevorzugt wird an einer
externen Komponente (14), insbesondere einem
Computer oder einem Steuergerat, eine Grafik (17)
und/oder ein Text (18) erstellt, welche an die
Steuereinheit (13) des Laserplotters (2) Gbergeben wird,
die eine Konvertierung der Ubergebenen Daten,
insbesondere der Grafik (17) und/oder des Textes (18),
zum Steuern der einzelnen Elemente des Laserplotters
(2) vornimmt. Nach dem Einlegen des Werkstlckes (7) in
dem Bearbeitungsbereich (8) wird ein Laser-Pointer (27)
des Lasers (5,6) auf oder in dem Bereich des
Werkstlckes (7) positioniert,

eines Fokussierprozesses vorzugsweise eine
Positionskorrektur durchgeftihrt wird. AnschlieBend wird
eine Abstandsmessung (32) auf eine Oberflache (28) des
Werkstlickes (7) durchgeflhrt und die ermittelten Daten
werden an die Steuereinheit (13) Ubergeben, die
anschlieBend eine Berechnung einer Position des
Bearbeitungstisches (9) flr den optimalen Fokuspunkt des
Lasers (5,6) unter Berlicksichtigung von vorgegebenen
Parameter, insbesondere der verwendeten austauschbaren
Laserlinse (32), durchfihrt und anschlieBend der
Bearbeitungstisch (9) verstellt wird.
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Zusammenfassung:

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Gravieren, Markieren und/oder Beschriften
eines Werkstlckes (7) mit einem Laserplotter (2) sowie einen Laserplotter (2), bei dem in
einem Gehause (3) des Laserplotters (2) zumindest eine Strahlquellen (4) in Form eines
Laser (5,6) zu bearbeitendes Werkstlick (7) eingesetzt wird. Das Werkstick (7) wird auf
einem Bearbeitungstisch (9) abgelegt und ein von der Strahlquelle (4) abgegebener
Laserstrahl (10) wird Uber Umlenkelemente (11) an zumindest eine Fokussiereinheit (12)
gesendet, von der der Laserstrahl (10) in Richtung Werkstlck (7) abgelenkt und zur
Bearbeitung fokussiert wird. Die Steuerung, insbesondere die Positionssteuerung des
Laserstrahl (10) zum Werkstlckes (7), erfolgt Uber eine in einer Steuereinheit (13)
laufende Software, sodass das Werkstlck (7) Zeile fur Zeile durch Verstellung eines
Schlittens bearbeitet wird. Bevorzugt wird an einer externen Komponente (14),
insbesondere einem Computer oder einem Steuergerat, eine Grafik (17) und/oder ein Text
(18) erstellt, welche an die Steuereinheit (13) des Laserplotters (2) Ubergeben wird, die
eine Konvertierung der Ubergebenen Daten, insbesondere der Grafik (17) und/oder des
Textes (18), zum Steuern der einzelnen Elemente des Laserplotters (2) vornimmt. Nach
dem Einlegen des Werkstuckes (7) in dem Bearbeitungsbereich (8) wird ein Laser-Pointer
(27) des Lasers (5,6) auf oder in dem Bereich des Werkstlickes (7) positioniert, worauf
nach Aktivierung des Bearbeitungsprozesses oder eines Fokussierprozesses
vorzugsweise eine Positionskorrektur durchgeflihrt wird. AnschlieBend wird eine
Abstandsmessung (32) auf eine Oberflache (28) des Werkstlckes (7) durchgefthrt und
die ermittelten Daten werden an die Steuereinheit (13) Ubergeben, die anschlieBend eine
Berechnung einer Position des Bearbeitungstisches (9) fur den optimalen Fokuspunkt des
Lasers (5,6) unter Berlucksichtigung von vorgegebenen Parameter, insbesondere der
verwendeten austauschbaren Laserlinse (32), durchfihrt und anschlieBend der

Bearbeitungstisch (9) verstellt wird.

Fig. 1
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Verfahren zum Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines Werkstlckes () mit einem

Laserplotter und Laserplotter hierflr

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines
Werkstlcks mit einem Laserplotter und einen Laserplotter, wie sie in den Ansprichen 1

und 9 beschrieben sind.

Bei Laserplottern wird das Laserlicht mit einer Fokussierlinse scharf gebtndelt. Im Fokus
des Laserstrahls entsteht dabei eine extrem hohe Leistungsdichte, mit der Werkstoffe
geschmolzen oder verdampft, graviert, markiert oder beschriftet werden kénnen. Um
diesen Fokus herzustellen, kamen bisher beim Laserplotter im allgemeinen Stand der
Technik verschiedenste Methoden zum Einsatz:

Manuelle Fokussierung: Der hohenverstellbare Bearbeitungstisch des Laserplotters wird

mittels vorzugswiese zweier Tasten gehoben oder gesenkt (Z-Achse). Die Fokusposition
wird mit einem so genannten "Fokustool" (Abstandslehre), visuell ermittelt. Jede
Linsenbrennweite benétigt dabei ein eigenes Fokustool. Ublicherweise stehen mehrere
Linsenbrennweiten, namlich 1,5; 2; 2,5; 2,85; 3,2; 4 und 5 Zoll, zur Verfligung. Nachteil bei
einer derartigen manuellen Einstellung ist, dass diese ein sehr hohe Ungenauigkeit bei der
Bedienung ermdglich, da der Nutzer manuell in der H6he verstellt und somit oftmals nicht
rechtzeitig den Bearbeitungstisch stoppt. Dadurch leidet die Qualitat bei einer Gravur sehr,
da der fokussierte Laserstrahl nicht optimal auf die Oberflache des Werkstlckes

abgestimmt ist.

Automatische Fokussierung via Software: Hier wird im Computer ein Programm gestartet,

welches den Laserplotter mit Daten versorgt. Dabei ist es jedoch erforderlich, dass der
Nutzer die Dicke des Werkstlicks kennen muss und diese richtig in die Software eingeben
muss, so die Dicke des zu bearbeitenden Materials gespeichert werden kann. Weiters
muss vom Nutzer die richtige Linse ausgewahlt werden. Bei Auswahl der Funktion
"automatische Software-Fokussierung" im Computer wird vor jeder Laserbearbeitung der
Bearbeitungstisch (Z-Achse) in die, aus Materialdicke, Linsenbrennweite und vorheriger
Tisch (Z) Position errechnete und die Lage korrigiert. Hier besteht ein groBer Nachteil, da
der Nutzer Fehleingaben vornehmen bzw. genau wissen muss, welche Komponenten

eingesetzt werden und wie Dick das zu bearbeitende Werkstlck ist.
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Automatische Fokussierung mit Lichtschranke: Dabei befindet sich im Bearbeitungsraum

des Laserplotters eine Lichtschranke, die vorzugsweise an der Y-Position ca. 40mm
beanstandet ist. Die Lichtschranke misst dabei Uber den gesamten Bearbeitungstisch.
Nach dem Einlegen des zu bearbeitenden Werkstuckes kann der Benutzer direkt an der
Maschinentastatur eine automatische Fokussierung auf Materialdicke starten. Dieser so
genannte "Hardware-Autofokus" wird durch vorzugsweise gleichzeitiges driicken der
Tasten Z-aufwarts und Z-abwarts ausgeldst. Die Maschinensteuerung erkennt darauf hin,
ob der Bearbeitungstisch gehoben oder gesenkt werden muss, um die Materialoberflache
auf das Niveau der Lichtschranke zu bewegen. Nachteil ist hierbei, dass nur an einer
bestimmten Stelle, vorzugsweise nur an der Position Y=40mm fokussiert werden. Ein
weiterer Nachteil liegt darin, dass auf Materialien, welche dinner als das seitlich
angebrachte Y-Lineal (Anschlag; 2mm) sind, kann nicht fokussiert werden, was fur das
Ausschneiden von Papier, Stoff, und dergleichen der Fall ist. Auch ist der Lichtschranke ist
nur fir eine Linsenbrennweite geeignet, sodass bei geanderter Linse der Nutzer eine

Korrektur via der Maschinensteuerung vornehmen musste.

Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, ein Verfahren und einen Laserplotter zu schaffen,
bei dem eine mdglichst einfache Fokussierung auf ein eingelegtes Werkstiick méglich ist.
Auch soll es mdglich sein, dass das Werkstlck auf jede beliebige Position im
Bearbeitungsraum des Laserplotters positionierbar ist. Eine weitere Aufgabe liegt darin,

die obgenannten Nachteile zu vermeiden.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Verfahren zum Gravieren, Markieren und/oder
Beschriften eines Werkstlckes () mit einem Laserplotter geldst, bei dem nach dem
Einlegen des Werkstlickes in dem Bearbeitungsbereich ein Laser-Pointer des Lasers auf
oder in dem Bereich des Werkstlckes positioniert wird, worauf nach Aktivierung des
Bearbeitungsprozesses oder Fokussierprozesses vorzugsweise eine Positionskorrektur
durchgefuhrt wird und anschlieBend eine Abstandsmessung auf die Oberflache des
Werkstlckes durchgefuhrt wird und die ermittelten Daten an die Steuereinheit Ubergeben
wird, die anschlieBend eine Berechnung einer Position des Bearbeitungstisches flr den
optimalen Fokuspunkt des Lasers unter Berlcksichtigung von vorgegebenen Parameter,
insbesondere der verwendeten austauschbaren Laserlinse, durchfihrt und anschlieBend
der Bearbeitungstisch verstellt wird.

Vorteilhaft ist hierbei, dass dadurch das Werkstlck auf jede beliebige Position im

Bearbeitungsbereich eingelegt werden kann, wobei der Benutzer Uber den Laser-Pointer
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eine grobe Lagebestimmung vornimmt und somit anschlieBend eine einfache
Abstandsmessung auf das eingelegte Werkstlck vorgenommen werden kann. Auch ist es
damit méglich, dass unebenen, bombierten und stufigen Werkstlicke eingesetzt werde
kann, da der Nutzer den Fokuspunkt Gber den Laser-Pointer bestimmen kann. Bei der
eingesetzten Abstandsmessung wird in vorteilhafter Weise erreicht, dass damit die
Oberflache des Werkstlickes erfasst wird, sodass entsprechende Absténde ermittelt
werden kénnen, wobei es auch mdglich ist, dass ein entsprechendes Oberflachenprofil
erstell wird, welches dem Nutzer am Bildschirm angezeigt wird. Grundsatzlich ist es auch
maoglich, dass durch Kenntnis des Oberflachenverlaufes wahrend dem
Bearbeitungsvorgang den Fokus, insbesondere den Bearbeitungstisch, zu verstellen,
sodass bei unterschiedlichen Werkstuckhdhen immer die optimale Fokussierung gegeben

ist.

Eine vorteilhafte MaBnahme liegt darin, dass bei der Verstellung des Bearbeitungstisches
eine standige Abstandsmessung durchgefuhrt wird. Dadurch kann der Bearbeitungstisch
optimal auf die Oberflache des Werkstlickes ausgerichtet werden. Selbstverstandlich ist
auch moglich, dass eine Verstellung des Bearbeitungstisches ohne der Abstandsmessung

durchgeflhrt wird, da die Position des Bearbeitungstisches vorher ermittelt wurde.

Von Vorteil ist auch ein MaBnahme, bei der nach dem Aktivieren des
Bearbeitungsvorganges die Fokussiereinheit um einen definierbaren Korrekturfaktor
verstellt wird, damit die Abstandsmessung an der Position des Laser-Pointers erfolgt.
Dadurch wird ein einfacher Aufbau der Fokussiereinheit erreicht, da die Montage der
Abstands-Messvorrichtung auBerhalb des Laser-Pointers und der Laseroptik erfolgen
kann, wobei jedoch die Messung des Abstandes exakt auf der Position des Laser-Pointers
erfolgt. Der Nutzer braucht somit keine Korrekturen vornehmen, sodass die
Bedienerfreundlichkeit erhdht wird. Dabei ist es auch méglich, dass bei einem Tausch der
Fokuseinheit mit der Abstands-Messvorrichtung bei unterschiedlicher Position der
Abstands-Messvorrichtung wiederum nur ein neuer Korrekturwert eingestellt werden

Mmuss.

Vorteilhaft ist eine MaBnahme, bei der die Abstandsmessung Uber Ultraschall erfolgt.
.Dadurch kann die Oberflache der unterschiedlichsten Materialien sicher erkannt werden.
Gleichzeitig ist ein kostengunstiger Einsatz bereits bekannter Ultraschal-
Abstandsmessungen aus anderen Fachgebieten mdéglich, da die Befestigung an der

54/ 170 Uttraschall



10

15

20

25

30

Fokussiereinheit beliebig erfolgen kann. Gleichzeitig ist es nicht erforderlich, dass der
Nutzer die Position exakt einstellen kann, da tber die Ultraschallmessung ein groBerer
Bereich abgedeckt wird und trotzdem der hochste Punkt des Werkstlckes ermittelt werden

kann.

Eine vorteilhafte MaBnahme liegt darin, dass wahrend der Abstandsmessung die
Fokussiereinheit des Laserplotters entsprechend einer voreinstellbaren Bewegungsbahn
verstellt wird. Dadurch kann ein gréBerer Bereich erfasst werden, sodass die
Positionierung Uber den Laser-Pointer nicht genau erfolgen muss. Ein weiterer Vorteil ist,
dass damit geringere Hbhenunterschiede, die der Benutzer ev. nicht mit freiem Auge
erkennen kann, bei der Ausrichtung auf den héchsten Punkt des Werkstickes dieser
ermittelt werden kann. Ist gentgend Zeit vorhanden, so ist es auch mdglich, dass der
Nutzer nur eine Fokussierprozess startet und anschlieBend der gesamte
Bearbeitungsbereich mit dem Ultraschall-Sensor erfasst wird, sodass keine Voreinstellung

der Position notwendig ist.

Von Vorteil ist eine MaBnahme, bei der vor dem Start des Bearbeitungsprozesses der
Bearbeitungstisch und die Fokussiereinheit, insbesondere der Laser-Pointer, zur
Bestatigung der Position verstellt werden. Dadurch wird dem Benutzer Uber den Laser-
Pointer die ermittelte Position angezeigt, worauf dieser die Position bestétigen oder
korrigieren kann. Dabei ist es auch méglich, dass nach Ablauf einer gewissen Zeitdauer,
beispielsweise von 5 sec, der Bearbeitungsvorgang ohne Bestatigung des Benutzers
gestartet wird. Selbstverstandlich ist es mdglich, dass diese Option der ermittelten

Positionsanzeige in der Software des Laserplotters deaktivierbar ist.

Eine vorteilhafte MaBnahme liegt darin, dass aufgrund der ermittelten Daten eine
Lageerkennung des Werkstlckes durchgefuhrt wird. Dadurch kann der Benutzer das

Werkstlck beliebig einlegen, wodurch die Bedienerfreundlichkeit wesentlich erhéht wird.

Es ist eine MaBnahme von Vorteil, bei der mehrere Parameter des Bearbeitungsprozesses
mit den Daten der Abstandsmessung zum Ermitteln des Fokus kombiniert werden.
Dadurch kann eine optimale Anpassung an die unterschiedlichsten Komponenten

erfolgen.
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Weiters wird die Aufgabe der Erfindung auch durch einen Laserplotter geldst, bei dem im
Bereich der Fokussiereinheit eine Abstandsmesseinrichtung angeordnet ist, und diese
zum Ubersenden der ermittelten Daten, insbesondere der Héhe oder Abstandes des
eingelegten Werkstlickes, mit der Steuereinheit verbunden ist.

Vorteilhaft ist hierbei, dass dadurch die Einstellung des Fokus des Lasers nicht auf den
Bearbeitungstisch erfolgt, sondern direkt auf die Hohe des Werkstlickes ausgerichtet wird.
Dadurch kann die Laserqualitat wesentlich verbessert werden. Ein weiterer wesentlich
Vorteil liegt darin, dass durch das verwendete System, insbesondere einer Ultraschall-
Abstandsmessung, die Positionierung nicht exakt erfolgen muss, da das
Abstandsmesssystem einen groBeren Bereich abdeckt, wodurch die

Bedienerfreundlichkeit verbessert wird.

Von Vorteil ist eine Ausbildung, bei der die Abstandsmesseinrichtung durch einen
Ultraschallsensor gebildet ist. Dadurch wird erreicht, dass bereits kostengiinstige System
aus dem Stand der Technik eingesetzt werden kdnnen, die im Bereich der
Fokussiereinheit befestigt sind.

Eine Ausbildung ist von Vorteil, bei der im Laserplotters, insbesondere in einer
Steuereinheit, ein Positionskorrekturwert fir die Abstandsmesseinrichtung gespeichert ist.
Dadurch kann jede beliebige Abstandsmesseinrichtung unterschiedlichster BaugréRe
eingesetzt werden, da fur die Abstandsmessung die Fokussiereinheit und somit die
Abstandsmesseinrichtung entsprechend verfahren wird.

SchlieBlich ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der mehrere Abstandsmesseinrichtungen,
insbesondere Ultraschallsensoren, an der Fokussiereinheit positioniert sind. Dadurch kann
die Qualitat der Abstandsmessung erhéht werden, da fir unterschiedliche Materialien die

entsprechende Abstandsmesseinheit ausgewahlt werden kann.
Die Erfindung wird anschlieBend in Form von Ausfihrungsbeispielen beschrieben, wobei
darauf hingewiesen wird, dass die Erfindung nicht auf die dargestellten und beschriebenen

Ausfihrungsbeispiele bzw. Lésungen begrenzt ist.

Es zeigen:
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Fig.1 eine schematische Darstellung einer Einrichtung mit einem Laserplotters und
damit verbundenen Anzeigeelement;

Fig. 2 eine schaubildliche Darstellung der Fokussiereinheit mit der daran
angeordneten Abstandsmesseinrichtung, in vereinfachter, schematischer

Darstellung.

Einflhrend sei festgehalten, dass in den unterschiedlichen Ausfihrungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden,
wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngeman auf
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen Gbertragen
werden konnen. Auch sind die in der Beschreibung gewahlten Lageangaben, wie z.B.
oben, unten, seitlich usw. auf die beschriebene Figur bezogen und sind bei einer
Lageénderung sinngeman auf die neue Lage zu Ubertragen. Auch kénnen
Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen
Ausflhrungsbeispielen fur sich eigenstandige erfinderische Lésungen darstellen.

In Fig. 1 ist ein Bearbeitungsgerat 1, insbesondere ein Laserplotter 2, oder auch
Lasergravierer genannt, schematisch dargestellt, bei dem in einem Geh&use 3 zumindest
eine, insbesondere zwei Strahlenquellen 4 in Form von Lasern 5, 6 angeordnet und
betrieben werden. Die Laser 5 und 6 wirken vorzugsweise abwechselnd auf das zu
bearbeitende Werkstlck 7 ein, wobei das Werkstlck 7 in einem Bearbeitungsbereich 8
des Laserplotters 2, insbesondere auf einem Bearbeitungstisch 9, positioniert ist. Ein von
der Strahlenquelle 4 abgegebener Laserstrahl 10 wird Uber Umlenkelemente 11 an
zumindest eine verfahrbare Fokussiereinheit 12 gesendet, von der der Laserstrahl 10 in
Richtung Werkstlck 7 abgelenkt wird und zur Bearbeitung fokussiert wird. Die Steuerung,
insbesondere die Positionssteuerung des Laserstrahls 10 zum Werkstlck 7 erfolgt Gber
eine in einer Steuereinheit 13 laufende Software, wobei an einer externen Komponente
14, insbesondere an einem Anzeigeelement 15 in Form eines Computers 15 oder einem
Steuergerét, ein Bearbeitungsjob 16 mit einer Grafik 17 und/oder ein Text 18, erstellt
und/oder geladen wird, welcher an die Steuereinheit 13 des Laserplotters 2 Uber eine
Datenverbindung 19 Ubergeben wird, die aus einer hinterlegten Datenbank 20 eine
Konvertierung der tbergebenen Daten, insbesondere des Bearbeitungsjobs 16 mit der
Grafik 17 und/oder des Textes 18, zum Steuern der einzelnen Elemente des Laserplotters

2 vornimmt.
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Weiters weiBt der Laserplotter 2 Eingabemittel 21, insbesondere Richtungstasten 22 zum
Verfahren und Positionieren der Fokuseinheit 12 und somit des Laserstrahls 10 auf. Dabei
ist es moglich das zusatzliche weitere Eingabetasten 21 beispielsweise in Form einer
Bestatigungstaste 23 oder dergleichen vorhanden sind. Es ist auch méglich, dass am
Bearbeitungsgerat 1 ein Anzeigemonitor 24 vorhanden ist, an dem beispielsweise
dieselben Funktionen und Anzeigen entsprechend dem Anzeigeelemente 15 dargestellt
wird. Dieser Anzeigemonitor 24 kann dabei als Touch-Monitor 24 ausgefihrt sein, sodass
der Benutzer durch BerGhrung die Steuerung bzw. Eingaben vornehmen kann bzw. dies

Uber die Eingabemitteln 21 vornimmit.

Auf eine weitere detaillierten Beschreibung des mechanischen Aufbau eines derartigen
Laserplotters 2 wird nicht mehr naher eingegangen, da dieser aus den Stand der Technik,
insbesondere aus der WO 1999/038643 A der Anmelderin, bereits bekannt ist und aus
dieser entnommen werden kann. Selbstverstandlich ist auch ein Aufbau aus anderen aus
dem Stand der Technik bekannten Laserplottern 2 mdéglich. Um die Benutzerfreundlichkeit
zu erhdhen, ist vorgesehen, dass an dem Anzeigeelement 15 oder am Laserplotter 2
angeordnete Anzeigemonitor 24 ein Arbeitsbereich 25 mit einer Laserposition 26
korrespondierend zum Bearbeitungsbereich 8 des Laserplotters 2 und der Position des
Laserstrahls 10 der Laser 5,6 bzw. der Fokussiereinheit 12, die durch einen ublichen

Laser-Pointer 27 im Bearbeitungsbereich 8 sichtbar gemacht wird, dargestellt ist.

Erfindungsgeman ist nun vorgesehen, dass die Bedienerfreundlichkeit in Bezug auf die
Fokussierung des Laserplotters 2 vereinfacht wird, in dem eine sogenannte halb-
automatische Einstellung des Fokus flr den oder die Laser 5,6 vorgenommen wird, d.h.,
dass der Nutzer zuerst eine grobe Einstellung, insbesondere eine grobe Positionierung
Uber den Laser-Pointer 27, vornehmen muss, worauf eine automatische
Abstandsermittlung zur Oberflache 28 des Werkstlckes 7 erfolgt. Hierzu ist im Bereich der
Fokussiereinheit 12 eine Abstandsmesseinrichtung 29 angeordnet, wobei diese zum
Ubersenden der ermittelten Daten, insbesondere einer Héhe 30 des eingelegten
Werkstlckes 7, mit der Steuereinheit 13 verbunden ist. Dadurch ist es mdglich, dass nach
dem Einlegen des Werkstlckes 7 in dem Bearbeitungsbereich 8 der Laser-Pointer 27 des
Lasers 5,6 auf oder in dem Bereich des Werkstlckes 7 positioniert wird, worauf nach
Aktivierung des Bearbeitungsprozesses oder eines Fokussierungsprozesses eine
Abstandsmessung 31, wie schematisch in Fig. 2 angedeutet, auf die Oberflache 28 des
Werkstlckes 7 durchgefihrt wird und die ermittelten Daten an die Steuereinheit 13
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Ubergeben wird, die anschlieBend eine Berechnung einer Position des
Bearbeitungstisches 9 fur den optimalen Fokuspunkt des Lasers 5,6 unter
Berlcksichtigung von vorgegebenen Parameter, insbesondere der verwendeten
austauschbaren Laserlinse 32, durchfihrt und anschlieBend der Bearbeitungstisch 9

verstellt wird.

Hierbei ist im Laserplotter 2, insbesondere in der Speichereinheit 13, fir die
unterschiedlichsten einsetzbaren Laserlinse 32 ein entsprechender Parameter "Laserlinse
oder Linse 1,5; Laserlinse oder Linse 2; Laserlinse oder Linse 2,5; Laserlinse oder Linse
2,85; Laserlinse oder Linse 3,2; Laserlinse oder Linse 4 und Laserlinse oder Linse 5"
hinterlegt, sodass im Zusammenspiel mit den ermittelten Daten von der
Abstandsmesseinrichtung 29, insbesondere der Hohe 30 des Werkstlcks 7, eine
entsprechende Position flr den Bearbeitungstisch 9 ermittelt und eingestellt wird. Die
Abstandsmesseinrichtung 29 wird dabei durch einen Ultraschallsensor gebildet, der dazu
geeignet ist, dass dieser alle zu bearbeitenden Materialien bzw. Materiallegierungen oder -
Materialgemische, insbesondere Glas, Alu, Stahl, Holz, Kunststoff, Stoffe, odgl., erfassen
kann, die auch vom Laser 5,6 verarbeitet werden kdnnen, d.h., dass der Ultraschallsensor

auf den Einsatzbereich des Lasers 5,6 abgestimmt ist.

Nachdem eine Abstandsmessung 32 durchgeflihrt wurde, werden die ermittelten Daten
von der Abstandsmesseinrichtung 29 an die Steuereinheit 13 Ubergeben, die
anschlieBend den entsprechenden Fokuspunkt berechnet. Ist dies abgeschlossen, so wird
bei einem Start eines Bearbeitungsprozesses der Bearbeitungstisch 9 entsprechend
verstellt. Hierbei wird vorzugsweise bei der Verstellung des Bearbeitungstisches 9 eine
standige Abstandsmessung 32 von der Abstandsmesseinrichtung 29 durchgefiihrt, sodass
ev. Korrekturen noch vorgenommen werden kann. Dies ist insofern von Vorteil, wenn
namlich der Bearbeitungstisch 9 sehr weit zur Abstandsmesseinrichtung 29 entfernt
positioniert ist und das Werkstick 7 nur eine sehr geringe Héhe 30 aufweist, so ist das
Messergebnis nicht so sehr exakt, da der Messbereich vergrdBert und ungenau ist. Wird
jedoch anschlieBend der Bearbeitungstisch 9 verfahren und nahert er sich der
Abstandsmesseinrichtung 29 so wird die Genauigkeit erhdht. Somit kann durch eine
standige Abstandsmessung 32 bei der Positionierung noch entsprechende Korrekturen
vorgenommen werden, sodass eine optimale Einstellung des Bearbeitungstisches 9 erzielt

wird.
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Bei dem dargestellten Ausflihrungsbeispiel wird zur Erhéhung der Genauigkeit flr die
Abstandsmessung 32 noch eine Korrektur der Fokussiereinheit 12, insbesondere der
Abstandsmesseinheit 29, vorgenommen, d.h., dass nach dem Aktivieren des
Bearbeitungsvorganges oder eines Fokussiervorganges die Fokussiereinheit 12 um einen
definierbaren Korrekturfaktor, der im Laserplotter 2, insbesondere in der Steuereinheit 13
hinterlegt bzw. gespeichert ist, verstellt, damit die Abstandsmessung an der Position des
Laser-Pointers 27 erfolgt, sodass exakt jene Position vermessen wird, welche der Nutzer
Uber den Laser-Pointer 27 eingestellt hat, d.h., dass der Korrekturwert den Ausgleich der

Positionen des Laser-Pointers 27 zur Abstandsmesseinrichtung 29 entspricht.

Weiters ist es auch moglich, dass wahrend der Abstandsmessung 32 die Fokussiereinheit
12 des Laserplotters 2 entsprechend einer voreinstellbaren Bewegungsbahn verstellt wird,
d.h., dass bei aktiver Abstandsmessung 32 die Fokussiereinheit 12 mit dem daran
befestigten Abstandsmesseinrichtung 29 verfahren werden, sodass ein gréBerer Bereich
flr die Abstandsmessung 32 abgedeckt wird. Ein derartiges Vorgehen kann vom Nutzer in
der in der Steuereinheit 13 laufenden Software aktivieren bzw. deaktivieren werden,
sodass beispielsweise bei groBen Werkstucken 7 dies aktiviert wird, um das gesamte

Werkstlicke 7, insbesondere die Oberflache 30 des Werkstlickes 7, zu ermittelten.

Dartber hinaus ist es méglich, dass aufgrund der ermittelten Daten von der
Abstandsmesseinrichtung 29 oder von der Steuereinheit 13 eine Lageerkennung des
Werkstlckes 7 durchgefthrt wird, da durch die Verwendung von Ultraschall die
unterschiedlichsten Konturen des Werkstlckes 7 erfasst werden und diese Uber die
Software anschlieBend ausgewertet werden kann, d.h., dass von der Software festgestellt
werden kann, wie das Werkstlck 7 im Bearbeitungsbereich 8 eingelegt wurde, sodass der

Bearbeitungsprozess entsprechen ausgerichtet werden kann.

Durch die Verwendung von Ultraschallsensoren ist es auch moglich, dass wahrend des
Bearbeitungsprozesses eine Abstandsmessung 32 durchgeflihrt werden kann, da der
Ultraschall keinen Einfluss auf den Laserstrahl 10 hat. Ebenso beeintrachtigt der beim
Bearbeitungsprozesse vom Laserstrahl 10 verursachte Rauch nicht das Messergebnis des
Ultrastrahlsensors. Speziell bei groBen Werkstlcken 7, die viele und vorzugsweise groBe
Hbhenunterschiede aufweisen, ist es von Vorteil, wenn der Fokuspunkt wahrend des
Betriebes korrigiert wird bzw. der Bearbeitungstisch 9 wahrend des Prozesses

entsprechen verfahren wird.
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Selbstverstandlich ist es auch mdglich, dass an der Fokussiereinheit 12 eine weitere oder
mehrere Ultraschallsensoren zum Abstandsmessen 32 angeordnet sein kbnnen, wobei zu
den entsprechenden Ultraschallsensoren entsprechende Korrekturwerte hinterlegt werden.
Der Vorteil bei einer derartigen Losung liegt darin, dass die verschiedenen
Ultraschallsensoren fir unterschiedlichsten Material verwendet werden. Dabei ist es
maoglich, dass in der Software das entsprechende Material ausgewahlt wird, sodass
anschlieBend der entsprechende Ultraschallsensor fir die Messung aktiviert wird oder
dass alle Ultraschallsensoren gleichzeitig messen und das beste Signal bzw. die besten

Daten Ubermittelt werden.

Der Ordnung halber sei abschlieBend darauf hingewiesen, dass zum besseren
Verstandnis des Aufbaus des Systems 1 und deren Komponenten bzw. dessen
Bestandteile teilweise unmaBstablich und/oder vergrdBert und/oder verkleinert dargestellt

wurden.
Weiters kdnnen auch Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten

und beschriebenen unterschiedlichen Ausfliihrungsbeispielen fir sich eigenstandige,

erfinderische oder erfindungsgemaBe Lésungen bilden.
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Patentanspriuche:

Verfahren zum Gravieren, Markieren und/oder Beschriften eines Werkstlckes (7)
mit einem Laserplotter (2), bei dem in einem Gehause (3) des Laserplotters (2)
zumindest eine Strahlquellen (4) in Form eines Laser (5,6) zu bearbeitendes
Werkstlck (7) eingesetzt wird, wobei das Werkstick (7) auf einem
Bearbeitungstisch (9) abgelegt wird und ein von der Strahlquelle (4) abgegebener
Laserstrahl (10) Gber Umlenkelemente (11) an zumindest eine Fokussiereinheit (12)
gesendet wird, von der der Laserstrahl (10) in Richtung Werksttck (7) abgelenkt
und zur Bearbeitung fokussiert wird, wobei die Steuerung, insbesondere die
Positionssteuerung des Laserstrahl (10) zum Werkstlckes (7) Uber eine in einer
Steuereinheit (13) laufende Software erfolgt, sodass das Werkstlck (7) Zeile far
Zeile durch Verstellung eines Schlittens bearbeitet wird, wobei bevorzugt an einer
externen Komponente (14), insbesondere einem Computer oder einem
Steuergerét, eine Grafik (17) und/oder ein Text (18) erstellt wird, welche an die
Steuereinheit (13) des Laserplotters (2) Ubergeben wird, die eine Konvertierung der
Ubergebenen Daten, insbesondere der Grafik (17) und/oder des Textes (18), zum
Steuern der einzelnen Elemente des Laserplotters (2) vornimmt dadurch
gekennzeichnet, dass nach dem Einlegen des Werkstluckes (7) in dem
Bearbeitungsbereich (8) ein Laser-Pointer (27) des Lasers (5,6) auf oder in dem
Bereich des Werkstlckes (7) positioniert wird, worauf nach Aktivierung des
Bearbeitungsprozesses oder eines Fokussierprozesses vorzugsweise eine
Positionskorrektur durchgefuhrt wird und anschlieBend eine Abstandsmessung (32)
auf eine Oberflache (28) des Werkstlckes (7) durchgefuhrt wird und die ermittelten
Daten an die Steuereinheit (13) Ubergeben wird, die anschlieBend eine Berechnung
einer Position des Bearbeitungstisches (9) flr den optimalen Fokuspunkt des
Lasers (5,6) unter BerlUcksichtigung von vorgegebenen Parameter, insbesondere
der verwendeten austauschbaren Laserlinse (32), durchfihrt und anschlieBend der

Bearbeitungstisch (9) verstellt wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Verstellung des

Bearbeitungstisches (9) eine standige Abstandsmessung (32) durchgefihrt wird.
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. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem

Aktivieren des Bearbeitungsvorganges oder eines Fokussierprozesses die
Fokussiereinheit (12) um einen definierbaren Korrekturfaktor verstellt wird, damit
die Abstandsmessung (32) an der Position des Laser-Pointers (27) erfolgt.

. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriche dadurch

gekennzeichnet, dass die Abstandsmessung (32) Uber Ultraschall erfolgt.

. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriche, dadurch

gekennzeichnet, dass wahrend der Abstandsmessung (32) die Fokussiereinheit
(12) des Laserplotters (2) entsprechend einer voreinstellbaren Bewegungsbahn

verstellt wird.

. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriche, dadurch

gekennzeichnet, dass vor dem Start des Bearbeitungsprozesses der
Bearbeitungstisch (9) und die Fokussiereinheit (12), insbesondere der Laser-
Pointer (27), zur Bestatigung der Position verstellt werden.

. Verfahren nach einem oder mehrere der vorhergehenden Ansprliche, dadurch

gekennzeichnet, dass aufgrund der ermittelten Daten eine Lageerkennung des
Werkstlickes (7) durchgefthrt wird.

. Verfahren nach einem oder mehrere der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass mehrere Parameter des Bearbeitungsprozesses mit den
Daten der Abstandsmessung (32) zum Ermitteln des Fokus kombiniert werden.

. Laserplotter (2), umfassend zumindest einen Geh&use (3) und ein mit diesem

verbundenen oder integrierten Anzeigeelement (15), insbesondere einem
Computer, wobei der Laserplotter (2) zumindest einem Bearbeitungsbereich (8)
zum Positionieren eines Werkstlckes (7), zumindest eine vorzugsweise zwei oder

mehr Strahlenquellen (4) in Form von Lasern (5,6) mit entsprechenden

Umlenkelementen (11) und einer vorzugsweise verfahrbaren Fokussiereinheit (12)
und einer Steuereinheit (13) zum Steuern der einzelnen Elemente aufweist und die
Steuereinheit (13) zum Empfang von an einer externen Komponente, insbesondere
an dem Anzeigeelement (15), erzeugten Daten, insbesondere einer Grafik (17) oder
Text (18), ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der
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Fokussiereinheit (12) eine Abstandsmesseinrichtung (29) angeordnet ist, und diese
zum Ubersenden der ermittelten Daten, insbesondere der Héhe (30) oder
Abstandes des eingelegten Werkstlickes (7), mit der Steuereinheit (13) verbunden

ist.

10. Laserplotter (2) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abstandsmesseinrichtung (29) durch einen Ultraschallsensor gebildet ist.

11.Laserplotter (2) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass im
10 Laserplotters (2), insbesondere in der Steuereinheit (13), ein Positionskorrekturwert

flr die Abstandsmesseinrichtung (29) gespeichert ist.
12. Laserplotter (2) nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche 9 bis

11, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Abstandsmesseinrichtungen (29),
15 insbesondere Ultraschallsensoren, an der Fokussiereinheit (12) positioniert sind.
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